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(54) Bezelchnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM KONTINUIERLICHEN HERSTELLEN ELEKTRONISCHER 
FOLIENBAUTEILE SOWIE ELEKTRONISCHES FOLIENBAUTEIL 




(57) Abstract: The invention relates to a method and device for continuously producing electronic film components, during which 
chip modules (5) are, via their electrical connecting contacts (3), placed on antenna connections (2) of antenna film sections. The 
invention provides that: the chip modules (5). via their rear side facing away from the connecting contacts (3), are placed on adhesive 
film sections (7, 8) whose base area is significantly larger than a base area of each chip module; the electric connecting contacLs of the 
chip modules are electrically contacted by antenna connections, and; the adhesive film sections (7, 8) are flatly joined to the antenna 
film sections in such a manner that the chip modules are fixed in their position relative to the antenna connections. The invention is 
for use in flexible transponder labels. 



o 



[Fortsetzung auf der nOchsten Seite] 



wo 2005/076206 Al lliillinillllllllllllllllllllililillilllilli 



EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, ^^L, 
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CO, CI, 
CM, OA. GN. GQ. GW, ML. MR, NE, SN, TD. TG). 

VerofTenUicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
FCT'Gazeite venviesen. 



(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Herstellen elelctionischer Folienbauteile, bei 
denen Chipmodule (5) mit ihren elektrischen Anschlusskontakten (3) auf Antennenanschlusse (2) von Antennenfolienabschnitten 
aufgebracht weidcn, ist bckannt. ErfindungsgcmaB ist vorgeschcn, dass die Chipmodule (5) mil ihrer den Anschlusskontaktcn (3) 
abgewandten RUckseite auf Haftfolienabschnitte aufgebracht werden (7, 8), deren Grundfiache jeweils wesentlich grOBer ist als eine 
Grundflache jedes Chipmoduls, dass die elektrischen Anschlusskontakte der Chipmodule mit den Antennenanschliissen elektrisch 
kontaktiert werden, und dass die Haftfolienabschnitte derart flachig mit den Antennenfolienabschnitten verbunden werden, dass die 
Chipmodule rclativ zu den Antcnncnanschlussen lagefixicrt werden. Einsatz fiir flexible TranspondcretiketLcn. 



